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全球半導體產業趨勢
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2021~2022年全球半導體市場規模持續增⾧

 在疫情影響下宅經濟驅動的NB需求下，半導體晶片需求遽增導致產能供不應求，也引發供需失衡
、交期延⾧以及產品漲價等現象；在出貨與價格均大幅增⾧下， 2021年半導體市場規模與業者營
收均呈現高度的成⾧

 除疫情造成的短期需求外，5G、AI、物聯網等新興應用持續發展，推動⾧期對半導體元件的需求
，2022年半導體市場規模仍將持續正成⾧

資料來源：WSTS，MIC整理，2022年3月

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(e)
Global Market 340 339 412 469 412 440 553 601
YoY 1.2% -0.3% 21.6% 13.7% -12.1% 6.8% 25.6% 8.8%
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台灣半導體產業在2022年仍將展現高度成⾧

 延續2021年IC設計、IC製造、IC封測與記憶體產業的蓬勃發展，2022年台灣半導體產業也將展現
高度成⾧

 IC製造將是成⾧幅度最大的次產業，在價格提高與新建置產能逐步導入下，全年營收成⾧將超過
20%；IC設計次之，營收成⾧將超過15%；IC封測與記憶體產業全年營收則預期有5~10%的成⾧

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(e)

IC設計 (億元新台幣) 5,162 5,789 5,461 5,777 6,049 7,606 11,246 13,281

IC製造 (億元新台幣) 10,394 11,762 11,472 12,018 11,925 14,958 17,582 21,731

記憶體 (億元新台幣) 2,084 1,435 1,329 1,760 1,286 1,434 2,053 2,195

IC封測 (億元新台幣) 3,990 4,222 4,384 4,692 4,769 5,312 6,287 6,765

台灣半導體產值 (億元新台幣) 21,630 23,208 22,645 24,247 24,030 29,311 37,167 43,973

台灣半導體產值成⾧率YoY 2.4% 7.3% -2.4% 7.1% -0.9% 22.0% 26.8% 18.3%
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資料來源：MIC，2022年3月
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運算晶片需求帶動先進及高階製程產能增⾧

 TSMC先進製程占比已達50%以上，大廠如Apple、AMD、Qualcomm、NVIDIA、MTK等均
積極爭取5nm與7nm的先進製程產能

 28 nm以下製程占比已達60%以上，反映業界對高階製程晶片的需求

 110nm~350nm製程占比近三季明顯增加，呼應市場對8吋廠成熟製程需求

資料來源：MIC，2022年3月
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2022年全球半導體晶片缺貨仍將持續

資料來源：MIC，2022年3月
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• 產能利用率達到滿載
• 交期拉⾧、報價上漲
• 持續擴充產能
• ⾧約、訂金營運模式
• 設備/原材料交期拉⾧

晶片製造產能供不應求衝擊相關供應鏈
• 產能利用率達到滿載
• 訂單排隊、報價上漲
• 持續擴充產能
• ⾧約、訂金營運模式 製造

設計

材料

設備

• 需求高漲訂單滿載
• 關鍵設備多方爭搶
• 晶片缺貨導致交期延⾧

封測

終端
產品

• 各類原物料緊缺，
價格持續上升

• 大廠爭相預訂產能

• 產品降規確保出貨
• 品牌廠直接跟晶片廠溝通叫料
• 與晶片廠簽訂⾧約或策略聯盟
• 產品設計採用共通料件資料來源：MIC，2022年3月

挑
戰

• 關鍵零組件缺貨，成本提高
• 產品漲價不易，難以轉嫁成本

因
應
做
法

• 代工封測產能取得困難
• 代工封測成本提高
• 反映成本提高晶片價格
• 不同產品線產能排擠
• 晶片交期持續遞延
• 小廠不易取得產能

职途圈www.zhituquan.com 

官方微信：zhituquan



8© 2022 Institute for Information Industry

成熟製程晶片面臨產能排擠效應

 全球晶圓代工產能持續吃緊，儘管各大代工廠或有建廠與擴大產能的規劃，但量產仍需時間；智
慧型手機、PC/NB等領域之供貨目前已稍有緩解，主晶片供貨尚且穩定，但其他關鍵元件仍面臨
產能排擠的情況，下游應用市場將苦於⾧短料問題

 晶片市場預估要到2022年才有機會逐漸恢復供需平衡，於此同時，也要審慎觀察資料中心、邊緣
運算與車用等應用市場需求的成⾧幅度

資料來源：MIC，2022年3月
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車用晶片將與資通訊晶片競爭全球有限產能

 面對2020年上半年疫情衝擊導致銷售銳減，車廠紛紛調降庫存水位，車用晶片IDM大廠也紛紛
減少本身庫存準備並取消委託晶圓代工廠製造之車用晶片訂單

 隨著汽車市場回溫，車用晶片需求大幅增⾧，但面對全球晶圓製造產能緊繃，車用晶片受到ICT
產品晶片產能排擠，導致供給不足，庫存水位快速滑落

 台灣晶圓代工業者在政府協調下，已於2021年第㇐季積極調度產能投入以MCU為主之車用晶片
生產，並於第二季完成製造出貨，進入封測階段，惟因東南亞疫情造成封測產能受限，且物流
延遲，使市場上車用MCU仍面臨缺貨

資料來源：各公司，MIC整理，2022年3月

備註：Infineon資料包含近期併購的Cypress

車用晶片類型

功率半導體 感測器 ECU/MCU

以IDM大廠自製為主 委託代工

主要委外MCU類型
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區域半導體供應鏈發展
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區域專業分工面臨地緣政治與自然災害風險

資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

 半導體產業供應鏈的區域專業分工使晶片生產效率與成本達到最佳化，全球前十大晶圓代工業
者中，台灣就有四家，合計約占全球產能的49.2%，而台積電㇐家產能占比就超過30%

 中國大陸與南韓晶圓代工廠近年積極擴產，如SMIC（中芯國際）、Hua Hong（華虹半導體）
、Samsung全球占比均呈現逐年增⾧，壓縮其他國家代工業者占比

 高度集中於亞洲的晶圓製造產能面臨疫情、地緣政治與自然災害的風險，㇐旦生產或出貨受阻
，將衝擊全球晶片供應，影響各國科技與經濟發展
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» 歐盟：先進製程2030年達
20%產能目標

•2030 數位羅盤計畫
•歐盟規劃在未來2至3年內投資
1450億歐元研究半導體技術，
並建立歐洲本土先進製程供應
鏈

» 美國：聚焦本土先進邏輯晶片製造產
能與韌性安全供應鏈

•CHIPS for America Act 
研發補助、租稅優惠、建廠/設備補助

•American Foundries Act 
研發補助、建廠/設備補助

•National Defense Authorization Act
建廠/設備補助

» 中國大陸：自主可控的
㇐條龍半導體供應鏈

• 中國大陸積極提升半導體自
主能力，大基金二期強化核
心設備研發

• 中國「十四五」規劃中，積
極發展第三代半導體

» 韓國：K 半導體戰略
• 2030年打造完整半導

體產業聚落
• 「K 半導體戰略」

租稅優惠、建廠/設備
與研發補助

» 日本：半導體與數
位產業戰略

• 經濟振興對策「後
5G 基金」研發補助

• 政府補充預算
建廠/設備補助

 全球已將半導體產業視為戰略資源，各國政府如美國、日本、韓國、歐盟與中國大陸等紛紛推
動半導體產業振興相關政策，試圖扶持國內半導體製造產業以及加強與海外半導體產業合作

 除廠房設備補助與租稅優惠外，在先進半導體技術的研發投資也是各國高度關注重點

資料來源：各國政府，MIC整理，2022年3月

各國政府積極推動區域半導體供應鏈發展
职途圈www.zhituquan.com 
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白宮提出之美國半導體供應鏈發展策略

• 推動供應鏈資訊共享
• 促成跨國供應鏈合作
• 協助企業加強供應鏈安全

1. 推動供應鏈投資
、透明化與合作，
以因應半導體短缺

• 提供技術或資金
• 支持中小型供應鏈投入技
術商業化或擴大生產

4. 支持供應鏈中的
中小企業或弱勢企
業投入創新研發

• 立法提供政策工具
• 激勵半導體材料、設備、
封測產業增加投資

3. 強化美國國內半
導體製造生態體系

• 通過CHIPS法案經費
• 激勵國內半導體生產
• 支持先進半導體研發

2. 支持CHIPS法案
經費，以確保美國
長遠的領導地位

• STEM多元人才培育管道
• 勞動部支持企業員工培訓
• 調整移民法吸引國際人才

5. 建立人才獲取
管道

6. 與盟國/合作夥伴
建立有韌性供應鏈

• 鼓勵業者在美國及盟國投
資，以建立多元供應鏈

• 共同研發與協商貿易事宜

資料來源：白宮「百日供應鏈審查報告」，MIC整理，2022年3月

 第1項與第6項以建立跨國半導體供應鏈合作為目標，合作重點包含供應鏈資訊透明化與多元供
應鏈供需合作

 CHIPS法案將支持美國本土的半導體先進製程產能建置與研發，目前TSMC、Intel、Samsung
與GlobalFoundries均有新建產能的規劃

7. 確保美國在半導
體製造與封測供應
鏈的領先地位

• 管制影響國安產品輸出
• 加強審查境外半導體製造
與封測產業投資審查
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美日區域供應鏈合作以B5G/6G為核心

資料來源：MIC整理，2022年3月

 日本以塑造B5G國家隊為發展目標，並積極支持B5G相關的技術與產業發展，包含通訊相關之半
導體晶片以及製程設備開發

 透過與日本合作，美國可以加強對B5G/6G的影響力
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美韓大廠互設研發中心深化區域供應鏈合作

資料來源：MIC整理，2022年3月

 Samsung在德州Austin投資擴建先進製程廠房，有助於美國提升本土半導體製造產能

 另㇐方面，DuPont在南韓設立EUV光阻研發中心也有助於南韓強化國內半導體產業聚落，切
合南韓「K半導體戰略」的發展目標

职途圈www.zhituquan.com 

官方微信：zhituquan



16© 2022 Institute for Information Industry

美中競爭加速區域半導體供應鏈成形

 美中科技戰造成雙方陣營各自塑造供應鏈的趨勢，將促使區域供應鏈發展更二極化：美國透過與
台日韓在半導體與相關產業的合作，推動韌性（Resilient）區域供應鏈成形

 面對美國對於半導體技術與產業的封鎖，中國大陸將繼續以建立自主半導體供應鏈為目標而努力

 區域半導體供應鏈的參與與合作將成為產業與廠商在區域市場競爭的重要影響因子

美國優勢：
Fabless設計能力
AI學研創新能量

資料來源：MIC，2022年3月

建立自主可控半導體
供應鏈
• 十三五/十四五
• 政策補助租稅優惠
• 大基金㇐期/二期
• 以內需推動產業
• 目標2025年晶片

自製率70%

強化半導體供應練
• 與盟國建立韌性半

導體供應鏈
• 鼓勵投資增加本土

晶圓製造產能
• 加強先進技術研發
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晶圓製造業者加速產能擴建與全球化布局

 大廠紛紛擴產，預期2023年全球半導體產能將有顯著提升，其中28nm是擴產重點

 除IDM與Foundry，車用零組件商Bosch也積極切入車用晶片製造以掌握晶片供給與規格

資料來源：各公司，MIC整理，2022年3月
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其他可能影響區域半導體供應鏈發展因素
– Intel IDM 2.0可能改變晶圓代工產業格局 –

 在加速研發投入、布局全球產能擴充之外，Intel也推動IDM 2.0，發展代工業務，整合先進封裝技
術、矽製程平台與軟體，形成完整的解決方案；矽製程平台結合Intel累積的大量矽智財有助於代
工產業之拓展業務，吸引新創、ICT大廠甚至晶片業者合作

 Intel將採用新的先進製程技術節點命名原則，以Intel7、Intel4、Intel3、Intel20A對應TSMC與
Samsung的7nm、4nm、3nm、2nm，便於客戶了解技術特徵並與同業進行比較

 Intel宣布併購TowerJazz，將有助於補強其成熟製程代工能量，並引入成熟的晶圓代工廠營運模式

資料來源：Intel，MIC整理，2022年3月

IDM 2.0

Packaging 
& Process

Silicon & 
Platform

IP & 
Software

Solution for Chip Design & Production

Startups ICT brands Fabless

Potential Customers

Qualcomm
NVIDIA

MediaTek

Amazon
Google

Facebook

Wave Computing
Kneron
Halio

20242023202220212020

10nm 
SuperFin

10nm 
Enhanced 
SuperFin

7nm

Intel
7

Intel
4

Intel
3

Intel
20A

Intel Technology Roadmap

效能提升
10-15%

效能提升
20%

效能提升
18%

GAA結構
進入Å時代
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其他影響區域半導體供應鏈發展因素
– 中國大陸能耗雙控可能衝擊半導體供應鏈 –

 能耗雙控是中國大陸自十二五就提出的概念，十三五開始有具體指標，主要目的在於透過管控減
少能源耗用增速、提升能源使用效率

 發改委僅管控各省能源消費總量，各省地方政府在對產業限電管控缺乏統㇐管控標準，導致產業
受影響狀況隨地區而異；儘管半導體製造、封測受影響較小，但供應鏈相關產業如PCB等如受衝
擊，將影響整體半導體供應鏈

 經濟發展之下，中國大陸電力供給不足與能耗雙控恐成常態，台商如何因應值得深入思考

能耗雙控：能源消費總量、能源消費強度雙指標管控
1. 能源消費總量 = 加工轉換投入 – 加工轉換產出 + 終端消費量 + 損失量
2. 能源消費強度 = 能源消費總量（標準煤）/ GDP（萬元人民幣）

發改委啟動能耗雙控之原因分析：
1. 上半年出口暢旺，用電量大增，使江蘇、廣東、浙江

等9個省份始終處於能源消費強度㇐級警示
2. 中澳關係緊張與蒙古疫情，用媒取得成本提高
3. 因應“3060”碳達峰與碳中和目標與產業升級轉型
=>對㇐級警示省份管制能源總量

對產業影響隨地區而異：
1. 半導體製造、封測、面板、

ICT組裝產業受影響較小
2. 受江蘇、廣東停電影響產

業：PCB、LED、被動元
件、汽車零組件

資料來源：MIC整理，2022年3月
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 台灣向俄烏地區進口產品中，半導體製程特殊氣體如氖（Ne）、氟（F）與打線封裝銅線所需的
鈀（Pd）塗層材料將會受到俄烏局勢影響，可能出現供貨減少、價格攀升的狀況；短期半導體廠
應可透過供應鏈調度因應，但⾧期仍將受到衝擊

 出口產品方面，台灣向俄羅斯出口的半導體與資通訊產品，占出口總額比重偏低，如因配合美國
制裁俄羅斯停止出口，對產業影響甚微

其他影響區域半導體供應鏈發展因素
– 俄烏緊張情勢對台灣半導體與資通訊產業影響 –

資料來源：海關進出口統計資料， MIC整理，2022年3月

台灣向俄烏地區進口產品分析

台灣向俄羅斯出口產品分析

礦產品, 64%

卑金屬及其製品, 30%

化學或化工產品, 3% • 台灣由俄烏地區進口大宗：礦產品、卑金屬、化工產品
• 半導體製造封測密切相關的特殊原物料：

• 氖（Ne）是曝光機雷射光源所需氣體，90%來自烏克蘭
• 氟（F）是半導體蝕刻製程相關的重要氣體
• 鈀（Pd）是打線封裝使用的銅線外部防鏽塗層材料，打線

封裝主要用於感測器、記憶體、車用MCU等產品

职途圈www.zhituquan.com 
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主要晶圓製造業者動態與全球布局
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全球晶圓製造產能分布 – 產品別

 晶圓代工與記憶體是全球晶圓製造產能占比最高的兩個類別，各自占全球30%以上的產能

 受惠於半導體供需失衡下的強烈需求，2021年晶圓代工與分離式元件產能以接近10%的幅度快速
增⾧，也帶動2020-2022年產能占比持續提升

 微處理器產能增⾧持平，呼應了2021年資通訊終端產品主晶片供需平衡的狀況

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

類比IC 分離式 晶圓代工 邏輯IC 記憶體 微處理器 微機電 光電

YoY月產能（片）
晶圓製造產能產品別分布

2020 2021 2022 YoY_21/20 YoY_22/21

資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

類比IC, 7.9%

分離式, 11.7%

晶圓代工, 33.0%

邏輯IC, 3.1%

記憶體, 30.4%

微處理器, 4.4%

微機電, 2.4%

光電, 7.2%

21Q4產品別產能占比

備註：產能為21Q4估算，以每月等效生產之8吋晶圓片數計量
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全球晶圓製造產能分布 – 地區別

 中國大陸是晶圓製造產能增⾧最快的地區，在提高晶片自製率的目標下，運用大基金二期的資金
支持本土晶圓代工廠、IDM廠與記憶體廠擴建產能，快速的增⾧使中國大陸產能成為全球之冠，
並逐年壓縮其他地區產能占比；以台灣為例，晶圓製造產能占比已由2019年的20%下降至18.7%

 除中國大陸外，南韓記憶體大廠Samsung與SK Hynix持續擴充產能，而歐洲也在Intel、Infineon
、STMicroelectronics等IDM廠積極擴產下，使二地區產能呈現較大幅度的增⾧

資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

備註：產能為21Q4估算，以每月等效生產之8吋晶圓片數計量
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美洲, 11.1%

歐洲中東, 8.4%

中國大陸, 21.8%

日本, 16.6%

南韓, 17.4%

台灣, 18.7%

東南亞, 6.0%

21Q4產品別產能占比
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各地區12″/8″/8″以下晶圓廠產能增⾧情形

0%

10%

20%

30%

40%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

美洲 中國大陸 東南亞 歐洲中東 日本 南韓 台灣

YoY月產能（片）
12"晶圓製造產能地區別分布

2020 2021 2022 YoY_21/20 YoY_22/21

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

美洲 中國大陸 東南亞 歐洲中東 日本 南韓 台灣

YoY月產能（片）
8"晶圓製造產能地區別分布

2020 2021 2022 YoY_21/20 YoY_22/21

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

美洲 中國大陸 東南亞 歐洲中東 日本 南韓 台灣

YoY月產能（片）
8"以下晶圓製造產能地區別分布
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12", 55.8%
8", 24.3%

8"以下, 19.9%

不同尺寸晶圓產能占比

2020 2021 2022

全球晶圓製造產能增⾧
27,090,446 

25,473,190 
23,759,811 

7.2%
6.3%

資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

備註：產能為21Q4估算，以每月等效生產之8吋晶圓片數計量

 全球晶圓製造產能持續增⾧，以12吋晶圓新廠建置為主，較符合成本效益

 12吋晶圓以南韓擁有二記憶體大廠產能占比最高，其次為台灣，但中國大陸進行產能快速增⾧，
2021年漲幅到達35.3%，不容忽視；8吋與8吋以下晶圓製造產能則以中國大陸占比最高，且維持
雙位數增幅快速增⾧中

职途圈www.zhituquan.com 
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3nm以下, 10.2%

4-5nm, 21.3%

6-10nm, 6.2%11-20nm, 33.9%

21-32nm, 15.5%

32~80nm, 5.5%

80nm以上, 7.4%

類比IC, 1.5%
分離式, 2.7%

晶圓代工, 45.4%

邏輯IC, 0.5%

記憶體, 40.7%

微處理器, 6.3%
微機電, 0.5%

光電, 1.9%
其他, 0.5%

晶圓廠建廠與設備投資情形

 2021~2022年台灣、南韓、中國大陸有大量資金投入廠房建設與設備採購，南韓與台灣在設備採
購方面經費呈現大幅度成⾧；以台積電為例，2022年Capex從300億成⾧40%至400~440億美元

 晶圓廠設備採購經費主要聚焦於5nm以下先進製程與11~20nm、21~32nm的高階製程，大致對
應了頂級微處理器、高階DRAM，及物聯網AI晶片、車用MCU與高階CIS晶片等代工製造產品
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資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

2021年設備採購對應技術節點

2021年設備採購對應晶片產品
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先進製程的競逐延燒至設備採購

 從設備投資分布來看，12吋晶圓45nm以下高階製程與先進製程以及8吋晶圓成熟製程是目前投入
最多的，台灣與中國大陸的晶圓代工以及南韓的記憶體製造是ASML主要訂單來源

 EUV部分，TSMC與Samsung目前擁有最多數的機台，而Intel於2021年訂購EXE:5200的最新款機
台反映出對於2nm以下製程的重視；另外，記憶體廠方面，Samsung與SK Hynix分別在2021年將
EUV導入第四代的10nm等級（1）製程量產，Micron則堅持採用DUV達成1製程的量產，但已
規劃在2024年將EUV導入1製程，反映出記憶體大廠也將加入對EUV機台的競逐

 晶圓代工廠與記憶體廠爭相投入製程微縮，使半導體廠資本支出呈現持續攀升的態勢；目前的EUV
機台價格已達1.5億美元，遠超過DUV的6,000萬美元，而ASML的EXE:5000與EXE:5200 等新機種
造價更超過3億美元，使EUV導入成本大增，對先進製程產能建置成本造成重大壓力

EUV, 42, 14%

ArFi, 81, 26%

ArF, 22, 7%

KrF, 131, 42%

i-line, 33, 11%

EUV, 48%

ArFi, 38%

ArF, 3%

KrF, 10%
i-line, 1%

台灣, 44%

南韓, 35%

中國大陸, 16%

美國, 5% 日本, 1%

ASML曝光機台出貨分布
（2021年出貨309台）

ASML曝光機台營收分布
（2021年營收€13.65B）

ASML曝光機台營收分布
（依出貨地點區分）

資料來源：ASML，MIC整理，2022年3月0.25m 0.13m 45nm 7nm

i-line KrF ArF ArFi EUV曝光機台
工作範圍
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Samsung/Intel/TowerJazz全球產能布局

 Samsung以記憶體製造為主，DRAM與NAND Flash產能相當，分別占比接近40%，另有各約12%
的邏輯晶片與CIS產能

 Intel以邏輯晶片製造為主，產能位於美國、愛爾蘭與以色列，另在美國新墨西哥州有3D XPoint相
變化記憶體的產線，而在中國大陸大連的3D NAND Flash廠已售給SK Hynix，2025年前完成移轉

 TowerJazz產能以8吋廠為主，另在日本有12吋廠聚焦32-45nm製程，與Intel現有產能將形成互補

資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

NAND：765,000/M
DRAM：1,437,750/M
CIS：420,750/M
LED：30,500/M
Logic：264,375/M

4-8nm/65nm

NAND：633,375/M
135,000/M
7-14nm

備註：產能為21Q4估算，以每月等效生產之8吋晶圓片數計量

168,750/M
7-14nm

NAND：218,250/M

225,000/M
7-14nm

3D XPoint：123,750/M

167,625/M
4-10nm

Samsung Intel
1,063,125/M3,720,613/M

Logic：168,750/M
14-65nm               

TowerJazz
234,000/M

96,000/M
32-45nm
110-150nm

64,000/M
110-350nm

42,000/M 
180nm

32,000/M 
130nm
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記憶體大廠全球產能布局

 DRAM有90%以上產能集中在Samsung/SK Hynix/Micron三大廠，NAND Flash生產則以前六大業
者（Samsung/Kioxia/WD/SK Hynix/Micron/Intel）為主，占95%以上產能，南亞科僅占4%左右

 Intel將NAND Flash事業出售給SK Hynix將對於NAND Flash業者排名造成衝擊，也將加深SK 
Hynix在中國大陸布局

 從產能分布來看，即使是Micron、WD、Intel，主要記憶體生產基地都集中在亞洲，特別是東亞，
與晶圓代工㇐起面臨東亞地緣政治與自然災害的威脅

資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

NAND：765,000/M
DRAM：1,437,750/M

NAND：633,375/M

備註：產能為21Q4估算，以每月等效生產之8吋晶圓片數計量

NAND：218,250/M

Samsung Intel Micron SK Hynix Kioxia Western Digit Nanya

DRAM：73,000/M

DRAM：436,500/M

DRAM：248,625/M

NAND：319,500/M

DRAM：73,125/M
DRAM/NAND：141,750/M

NAND：41,250/M

NAND：1,340,626/M

DRAM：473,500/M

DRAM：491,625/M
NAND：639,291/M

3D XPoint：123,750/M
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類比/車用半導體大廠全球產能布局

 歐美日IDM大廠主要以本國所在之歐洲、美國、日本為投資設廠重點，惟NXP較專注於車用半導
體，在美國有較多投資，TI在重工發達的日本有較多投資，而onsemi在歐美亞有較平均的產能分
布；日系類比/車用半導體大廠如Renesas、Rohm主要產能集中於日本國內，較少海外建廠投資

 Infineon、STMicroelectronics在馬來西亞設廠，可與東南亞豐富的封測產能相呼應

資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

備註：產能為21Q4估算，以每月等效生產之8吋晶圓片數計量

Infineon NXP STMicroelectronics

122,938/M

282,500/M

215,000/M

31,000/M

16,875/M

55,000/M

38,438/M

54,000/M
18,000/M

104,438/M
130,125/M

42,438/M
141,500/M

94,406/M68,563/M

261,031/M

30,000/M

37,000/M

88,000/M

327,688/M

153,000/M
32,000/M

Renesas Texas InstrumentRohm onsemi

15,000/M

123,250/M

10,688/M
45,000/M 84,813/M64,000/M

17,000/M

41,625/M
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中國大陸主要晶圓製造業者產能布局

 中國大陸晶圓代工業者除中芯國際在北部的北京、天津、中部的上海與南部的深圳均有產能外，
其餘業者廠區高度集中於上海及鄰近城市如無錫、寧波、紹興等

 ⾧江存儲是由紫光國芯與武漢新芯二家公司合併而成，為中國大陸本土第㇐大記憶體廠，主要產
品為NAND Flash記憶體

資料來源：SEMI，MIC整理，2022年3月

中芯國際SMIC

華虹半導體Hua Hong

上海先進半導體ASMC

合肥晶合Nexchip

⾧江存儲YMTC

279,000/M
28nm/40nm

65,000/M
90nm

148,750/M
14nm/110nm

125,000/M
130nm/150nm

87,000/M
130nm/250nm/500nm

135,000/M
55nm

327,750/M
28nm/90nm/110nm

74,932/M
180nm-1μm

84,375/M
55nm

NAND：292,500/M

備註：產能為21Q4估算，以每月等效生產之8吋晶圓片數計量
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台灣晶圓代工業者區域市場營收分布
美系大廠對16nm以下製程晶片需求

資料來源：各公司，MIC整理，2022年3月

主要晶圓代工業者營收區域分布

 從四大晶圓代工業者營收區域分布來看，美系晶片大廠是28nm以下高階邏輯製程晶片最主要的客
戶來源，而CPU、GPU、手機AP與RFIC對先進製程的依賴更是持續攀升

 台積電以外，聯電、力積電、世界先進主要營收來自台灣IC設計廠，各約占50%、70%、80%
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台灣晶圓代工業者生產基地與產能分佈

資料來源：SEMI、各公司，MIC整理，2022年3月

12吋晶圓廠分布 8吋晶圓廠分布 量產製程技術能力台灣 中國大陸 海外 台灣 中國大陸 海外
台積電 4 1 1 4 1 0 5nm
聯電 1 1 3 6 1 0 14nm

力積電 3 0 0 3 0 0 20nm
世界先進 0 0 0 3 0 1 90nm

 四大晶圓代工業者主要生產基地都在台灣

 台積電海外有二8吋廠(Fab 10, 11)、㇐12吋廠 (Fab 16)，Fab 10與Fab 16在中國大陸

 聯電海外有四12吋廠(Fab 12i, 12M B1/B2, 12X)，㇐8吋廠(Fab 8N)，Fab 12X與Fab 8N在中國大陸

備註：產能為21Q4估算，以每月等效生產之8吋晶圓片數計量
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台積電赴美設廠為美國提供本土先進製程產能
美國境內晶圓製造業者生產項目 三大業者在美建置先進製程產能

資料來源：各公司，資策會MIC整理，2022年3月

•US$12B
•2024
•5nm
•12吋廠

•US$20B
•2024 
•7nm（Intel 3）
•12吋廠

•US$17B
•2023
•5nm
•12吋廠

 美國境內晶圓產能以IDM（Analog, Memory）為主，缺乏先進邏輯製程晶圓代工廠就近服務
；受疫情與地緣政治影響，美國欲重振本土半導體產業，台積電與Samsung名列邀請首選

 台積電、Intel、Samsung紛紛宣布在美國境內投資先進製程產能；台積電預期2024年量產5奈
米，Intel預期2024年量產7奈米（Intel 3），Samsung則規劃2023年量產5奈米

职途圈www.zhituquan.com 
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台積電赴日設廠為日本提供高階/特殊製程產能
海外晶圓代工業者赴日設廠支持
日本IDM業者高階製程委外代工

資料來源：各公司，MIC整理，2022年3月

Business
Model

# of 
Fabs

Companies Products

IDM 
(local)

132

主要業者包含：
Denso, Flash Alliance, Fuji 
Electric, Fujitsu, Mitsubishi 
Electric, Murata Manufacturing, 
Renesas, Rohm, Sanken 
Electric, Seiko Epson, Sharp, 
Sony, Sumitomo Electric, TDK, 
Toshiba等

Power, Sensor, 
Compound,
Analog, MEMS, 
Logic/MCU, 
Discrete, 
Memory

IDM 
(oversea)

10
Micron, Onsemi, Skyworks, 
Texas Instruments

Memory,  
Power, RFIC,
Analog, MEMS

IDM/
Foundry

3 Phenitec Semiconductor
Discrete, 
Manuf. Service

Foundry 6
Nuvoton (新唐)、UMC (聯電)、
Tower Partners、Olympus

Manuf. Service

日本境內晶圓廠分布與營運項目

 日本做為曾經的半導體大國，境內大小晶圓廠林立，但多為IDM模式支持集團終端產品為主，量
產技術維持在40nm以上成熟製程，12吋晶圓廠之營運成本以及高階製程的良率要求對IDM廠難以
負荷，使日本IDM廠紛紛轉向Fab-lite或Fabless模式生產，仰賴海外專業晶圓代工產能支持

 台積電以22/28nm特殊製程，與SONY等IDM大廠的晶片與產品設計能力，形成優勢互補合作
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設計
Design

製程
Processing

封裝
Packaging

基板
Substrate

全球寬能隙化合物半導體供應狀況
– SiC元件供應鏈概況 –

資料來源：MIC，2022年3月
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全球寬能隙化合物半導體供應狀況
– GaN元件供應鏈概況 –
磊晶

Epitaxy
設計

Design
製程

Processing
封裝

Packaging
基板

Substrate

GaN
on SiC

GaN
on Si

資料來源：MIC，2022年3月
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全球寬能隙化合物半導體供應狀況
– 中國大陸寬能隙化合物半導體產業狀況 –

 中國大陸近年積極投入第三代半導體相關研發與產能建置，十四五規劃將加大投入，藉此加強
在全球半導體領域之影響力

 中國大陸高度重視功率半導體的發展，泰科天潤、世紀金光、三安光電、英諾賽科等，均建立
從晶圓製造到元件生產的完整產業鏈，以加速實現進口替代為目標，將成為國際市場競爭主力

山東天岳

三安光電

中電科55所

泰科天潤

泰科天潤
世紀金光

世紀金光

華大半導體

中電科55所

三安光電

泰科天潤

基本半導體

華潤微電子

世紀金光

比亞迪
斯達半導體

蘇州晶湛

賽微電子

能訊半導體

英諾賽科

三安光電
氮矽科技

能訊半導體

英諾賽科

三安光電

SiC晶圓

SiC元件

GaN晶圓

GaN元件

資料來源：MIC，2022年3月
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全球寬能隙化合物半導體供應狀況
– 台廠寬能隙半導體投入概況 –

 國內廠商參與寬能隙化合物半導體元件之生產以基板/磊晶與晶圓代工為主

 國內廠商發展偏重GaN，基於矽晶圓取得成本較低，初期多聚焦GaN-on-Si，但隨著國內SiC
晶圓生產能量建立，GaN-on-SiC也漸有發展

資料來源：各公司，MIC整理，2022年3月
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結論
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結論
 半導體供不應求狀況持續，晶圓代工與封測業者在積極擴產之餘，也透過簽⾧約或預

收訂金方式確保產能擴充後的出海口，預期至2023年供需緊張將能獲得較大緩解；
而有鑑於半導體的戰略重要性，各國政府近年積極推動本土與區域半導體供應鏈發展
，主要晶圓製造業者也藉此機會，加速擴產與全球布局，並聚焦28nm成熟製程

 全球晶圓製造產能以產品別區分主要聚焦於以台灣為首的晶圓代工產業以及以南韓為
首的記憶體產業，產能持續穩定增⾧中，以地區別區分則集中於中國大陸、台灣與南
韓；中國大陸近年積極擴產晶圓製造， 12吋、8吋與8吋以下晶圓製造產能均有超過
25%的增幅，晶圓製造產能已成為全球第㇐

 IDM大廠布局方面，Samsung以記憶體為主，產能集中於南韓本土與中國大陸；全
球記憶體大廠產能主要集中於東亞，類比/車用半導體大廠則主要集中於歐、美、日
； Intel以邏輯晶片為主，產能集中於美國與歐洲中東，若完成併購TowerJazz，將有
效補充成熟製程代工產能，並具備吸引系統晶片設計業者所需的全方位技術能量

 台灣晶圓代工業者中產能主要集中於本島，海外產能分布於中國大陸、新加坡與日本
，其中聯電海外產能比重最高，接近40%，而台積電透過赴美與赴日投資邁出了全球
布局的腳步，但海外投資增加下是否維持高毛利營收仍有待觀察

 寬能隙化合物半導體目前以切入高頻、高功率應用為主，模組性價比是應用導入考量
的重點；台廠在基板、磊晶與代工製造均有能量投入，宜與晶片設計與系統應用業者
加強合作，強化台廠在產品應用生態中的影響力
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鄭凱安 資深產業分析師兼產品經理

andykacheng@iii.org.tw

產業情報研究所
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智慧財產權暨引用聲明

本活動所提供之講義內容或其他文件資料，均受著作權法之保護，非
經資策會或其他相關權利人之事前書面同意，任何人不得以任何形式
為重製、轉載、傳輸或其他任何商業用途之行為

本講義內容所引用之各公司名稱、商標與產品示意照片之所有權皆屬
各公司所有

本講義全部或部分內容為資策會產業情報研究所整理及分析所得，由
於產業變動快速，資策會並不保證本活動所使用之研究方法及研究成
果於未來或其他狀況下仍具備正確性與完整性，請台端於引用時，務
必注意發布日期、立論之假設及當時情境
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